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【57】申請專利範圍
1.　一種用於半導體處理的多層多功能平台，包含：
　　複數個機械層，包括：

　　第一層，是處理頭；

　　複數個裝置層，是多方向移動夾具；以及

　　第四層，含有檢視頭；

　　其中該等機械層同軸對齊，並且跨越該等裝置層的中空同軸特徵建構成藉由獨立或

同步移動而便於該等機械層的平行度或共面度對齊；

　　其中該檢視頭建構成提供即時回饋以確保當該等裝置層和處理層正在一起工作時它

們的位置準確度。

2.　如請求項 1的平台，其中該等裝置層包括
　　第二層，是該多方向移動夾具的上夾持表面；以及

　　第三層，是該多方向移動夾具的下夾持表面。

3.　如請求項 1或 2的平台，進一步包含用於該複數個裝置層的個別補償機制，允許對該等
裝置層做個別的平行度調整。

4.　如請求項 3的平台，其中該補償機制對該等裝置層獨立地採取和施加個別的補償數值或
模式。

5.　如請求項 1的平台，其中該處理頭包含一或多個組件，選自由雷射頭、掃描透鏡、物
鏡、機械拾放工作零件、針、感應器、偵測器、及相機所構成的群組。

6.　如請求項 1的平台，其中該檢視頭包含感應系統，具有選自由照明、相機、熱感應器、
及偵測器所構成之群組的多個組件。

7.　如請求項 1的平台，其中該中空同軸特徵能夠在處理期間即時對齊和回饋位置準確度，
而消除該檢視頭和該處理頭之間的偏移。

8.　一種使用如請求項 1至 7中任一項之多層多功能平台的半導體處理方法，該方法包含：
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　　在該複數個裝置層上夾持一或更多標的材料；

　　同軸對齊該平台的該複數個機械層；以及

　　使用跨越該等裝置層的中空同軸特徵以透過獨立或同步移動來對齊該等機械層。

9.　如請求項 8的方法，進一步包含：
　　使用該處理頭來處理該標的材料；以及

　　使用該檢視頭來檢視處理的該標的材料。

10.   如請求項 8的方法，進一步包含：
　　基於個別的補償機制而調整該複數個裝置層的該平行度；以及

　　對每個裝置層施加明確區分的補償數值或模式以求最佳的處理對齊。

11.   如請求項 8的方法，其中使用跨越該等裝置層的該中空同軸特徵以透過獨立或同步移動
來對齊該等機械層的步驟包括：

　　在處理期間便於即時對齊；以及

　　獲得位置準確度的即時回饋，藉此緩解該檢視頭和該處理頭之間的偏移。

圖式簡單說明

如此可以詳細理解本發明之上述特徵的方式，藉由參考具體態樣而可能對上面簡短綜述

的發明敘述有更詳盡說明，某些具體態樣則示範於所附圖式。然而，要注意所附圖式僅示範

本發明的典型具體態樣，因而不是要視為其範圍的限制，本發明可能容許有其他同樣有效的

具體態樣。參考以下文字和圖形將明白本發明的這些和其他特徵、利益和優點，而跨越視圖

的相似參考數字指稱相似的結構，其中：

[圖 1]示範依據本發明的具體態樣而用於半導體處理的範例性多層多功能平台。
[圖 2]示範依據本發明的具體態樣而是多方向移動夾具之複數個裝置層的配置。
[圖 3]代表依據本發明的具體態樣之該等裝置層的同軸中空結構。
[圖 4]示範依據本發明的具體態樣而將處理材料放置在第二和第三層之間。
[圖 5]示範依據本發明的具體態樣而具有複數個該裝置層之第一層和第四層的架構。
[圖 6]示範依據本發明的具體態樣而第二層在 Y軸方向不對齊。
[圖 7]示範依據本發明的具體態樣而第一和第四層在 Y軸方向不對齊。
[圖 8]示範依據本發明的具體態樣之第二和第三層沿著 X、Y、Z軸所可能的運動。
[圖 9]示範依據本發明的具體態樣之第二和第三層所可能的 360度移動。
[圖 10]示範依據本發明的具體態樣而在材料處理期間的即時對齊和檢視。
[圖 11]示範依據本發明之具體態樣的流程圖，顯示在材料處理期間即時對齊和檢視之方法

的過程步驟。
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